RAM074F / Ramtron annonce un accord de fonderie avec IBM


[image: image1.png]



COMMUNIQUE DE PRESSE

Press Release • Pressemitteilung • Comunicato Stampa

409 (blue) source words
Ramtron annonce un accord de fonderie avec IBM

Colorado Springs, Etats Unis - 19 février 2009. Le fabricant américain de semiconducteurs Ramtron International Corporation (Nasdaq : RMTR), concepteur et fabricant leader de mémoires RAM ferroélectriques non-volatile (F-RAM) et de semiconducteurs intégrés, a annoncé qu'il avait conclu un accord de fonderie avec IBM. Les deux sociétés prévoient d'implanter la technologie semiconducteur F-RAM Ramtron à l'usine IBM de production de wafers de Burlington, dans le Vermont. Une fois installée, la nouvelle fonderie servira de base à l'introduction de nouvelles F-RAM économiques, hautes performances.
"Nous avons hâte de disposer d'une capacité de production supplémentaire grâce à notre accord de fonderie avec IBM, pour pouvoir répondre à la demande croissante que connaissent les F-RAM Ramtron," a déclaré Bob Djokovich, Directeur des opérations chez Ramtron. "Cette nouvelle fonderie de classe mondiale fournira une plateforme de fabrication flexible et rentable pour le développement de nouveaux produits, qui ouvriront de nouvelles opportunités de marché pour Ramtron. Nous avons une grande confiance dans IBM Microelectronics, et nous pensons que les services de développement de processus et de fonderie de la société, permettront à Ramtron de répondre aux futurs besoins des utilisateurs de F-RAM du monde entier."
"Nous sommes ravis d'aider à l'extension de l'offre produit F-RAM de Ramtron," a déclaré John DiToro, Vice-Président pour la production de semiconducteurs, chez IBM Systems and Technology Group. "Le vaste choix de blocs IP disponibles avec les services de fonderie IBM, va offrir à Ramtron une grande flexibilité de développement de produit. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Ramtron pour aider cette société à atteindre ses objectifs de en matière de production et de développement produits."
Ramtron compte disposer des premiers wafers de production en 2010, grâce au processus de fabrication 0.18 micron d'IBM. IBM deviendra le troisième fondeur de Ramtron pour ses semiconducteurs F-RAM, après Fujitsu Limited et Texas Instruments.

En marge de l'accord de fonderie avec IBM, Ramtron est en train de mettre en place un emprunt de 11.0 millions de dollars auprès de la Silicon Valley Bank, pour financer les investissements et les coûts de développement associés à cet accord de fonderie. En outre, Ramtron travaille avec la Silicon Valley Bank pour étendre sa ligne de crédit jusqu'en mars 2012, et augmenter la capacité de cette ligne de crédit pour la porter à 5.0 millions de dollars. La ligne de crédit actuelle de Ramtron lui permet d'emprunter jusqu'à 4.0 millions de dollars. A ce jour, Ramtron n'a aucune dette sur cette ligne de crédit. Cette nouvelle capacité de financement devrait être bouclée au cours du premier trimestre de 2009.

# # #

A propos d’IBM
Pour plus d'informations sur IBM Microelectronics, visitez http://www.ibm.com/chips.
A propos de Ramtron

Ramtron International Corporation, basé à Colorado Springs, Colorado, est une société fabless de semiconducteurs, qui conçoit, développe et commercialise des mémoires et des solutions intégrées utilisées dans une large gamme de produits dans le monde. Pour plus d'information, vous pouvez visiter www.ramtron.com.

Informations "Safe Harbor" en conformité avec le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les présentes informations sont des "données prévisionnelles" comportant des risques et des incertitudes, tels que : les effets de la conjoncture économique globale, l'évolution des fournitures et de la demande, les conditions prévalant sur le marché, le succès commercial des nouveaux designs, l'impact de la concurrence et du développement technologie, les problèmes liés à la commercialisation et à la technique, ainsi que les contraintes propres aux capacités et aux livraisons. Veuillez vous référer à ce sujet aux registres déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission de Contrôle des Opérations Boursières).
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